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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のピクセルからなるアレイを含むピクセル配列であって、各ピクセルは、第１色のサ
ブピクセルと、第２色のサブピクセルと、第３色のサブピクセルと、タッチサブピクセル
と、前記タッチサブピクセル内の複数のピクセル補償回路とを含み、
各ピクセル補償回路は、同一のピクセルからの第１色のサブピクセル、隣接ピクセルから
の第２色のサブピクセル及び第３色のサブピクセルのうち一つに接続され、
各タッチサブピクセルは、同一のピクセルからの第１色のサブピクセルと、第１隣接ピク
セルからの第２色のサブピクセルと、それぞれ第２隣接ピクセル及び第３隣接ピクセルか
らの二つの第３色のサブピクセルとに囲まれることを特徴とするピクセル配列。
【請求項２】
各ピクセルは、三つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同一のピクセル
からの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル及び第２隣
接ピクセルからの第３色のサブピクセルのうち一つに接続されることを特徴とする請求項
１に記載のピクセル配列。
【請求項３】
各ピクセルは、四つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同一のピクセル
からの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル、第２隣接
ピクセルからの第３色のサブピクセル及び第３隣接ピクセルからの第３色のサブピクセル
のうち一つに接続されることを特徴とする請求項１に記載のピクセル配列。
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【請求項４】
各ピクセルは、四つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同一のピクセル
からの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル、第２隣接
ピクセルからの第３色のサブピクセル及び前記タッチサブピクセルのうち一つに接続され
ることを特徴とする請求項１に記載のピクセル配列。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ディスプレイ技術に関し、特にタッチディスプレイ基板、前記タッチディス
プレイ基板を有するタッチディスプレイ装置、ピクセル配列及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、電場燐光の原理を利用して効率的な方式によりＯ
ＬＥＤ内の電気エネルギーを光に転換させる。ＯＬＥＤは、バックライトを必要としない
自身発光装置である。広い視野、高いコントラスト、高速な応答、高い柔軟性、広い作業
温度範囲及びより簡単な構造と製造プロセス等の利点を持つことにより、ディスプレイ領
域にて広く応用されている。
【０００３】
　従来のタッチディスプレイ有機発光装置において、タッチモジュールが前記ディスプレ
イモジュールに追加される。前記ディスプレイモジュール及び前記タッチモジュールは、
別々に製造し得る。前記タッチモジュールは、前記ディスプレイパネルに付着される。こ
のような類型のタッチディスプレイパネルは、比較的大きな厚さを有し、損傷を受け易い
。
【発明の概要】
【０００４】
　一つの側面において、本発明は、タッチディスプレイ基板であって、前記タッチディス
プレイ基板は複数のピクセルからなるアレイを含み、前記タッチディスプレイ基板の平面
図において、各ピクセルは、第１領域と第２領域とを有し、各ピクセルは、サブピクセル
にそれぞれ対応される前記第１領域内の複数の第１電極ブロックと前記第２領域内の第２
電極ブロックとを含むベース基板上の第１電極層と、前記複数の第１電極ブロックの前記
ベース基板から離れる側に位置する前記第１領域内の第１発光層と、前記第２電極ブロッ
クの前記ベース基板から離れる側に位置する前記第２領域内の第２発光層と、前記第１発
光層の前記複数の第１電極ブロックから離れる側に位置する前記第１領域内の第２電極層
と、前記第２発光層の前記第２電極ブロックから離れる側に位置する前記第２領域内のタ
ッチ電極層とを含み、前記タッチ電極層と前記第２電極層とは、相互に離隔され、電気的
に絶縁されることを特徴とするタッチディスプレイ基板を提供する。
【０００５】
　選択的に、各ピクセルは、前記ピクセルを前記第１領域と前記第２領域とに分ける前記
ベース基板上のパターン分離層を更に含み、前記パターン分離層は、前記タッチ電極層と
前記第２電極層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させ、前記パターン分離層は、前記第
１発光層と前記第２発光層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させる。
【０００６】
　選択的に、前記タッチ電極層は、前記第２電極層と同一の層に位置し、前記第１発光層
は、前記第２発光層と同一の層に位置する。
【０００７】
　選択的に、前記第２領域内の一つの第２電極ブロックは、前記タッチ電極層に電気的に
接続される。
【０００８】
　選択的に、前記第２領域内の前記一つの第２電極ブロックは前記第２発光層内の導電性
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チャネルを通じて前記タッチ電極層に電気的に接続され、前記導電性チャネルは、前記第
２発光層の発光材料、前記第２領域内の前記一つの第２電極ブロックの導電性材料及び前
記タッチ電極層の導電性材料のうち少なくとも一つを含む焼結された導電性材料を含む。
【０００９】
　選択的に、前記タッチディスプレイ基板は、前記第１領域内の複数の電極リード線と前
記第２領域内の複数のタッチ制御リード線とを更に含み、前記複数のタッチ制御リード線
は前記複数の電極リード線と同一の層に位置し、前記複数のタッチ制御リード線は前記第
２発光層内の導電性チャネルを通じて前記タッチ電極層に電気的に接続され、前記導電性
チャネルは、前記第２発光層の発光材料、前記第２領域内のタッチ制御リード線の導電性
材料及び前記タッチ電極層の導電性材料のうち少なくとも一つを含む焼結された導電性材
料を含む。
【００１０】
　選択的に、各ピクセルは、前記第２領域内のピクセル補償回路を更に含む。
【００１１】
　選択的に、各ピクセルは、前記第１領域内の第１色のサブピクセルと、第２色のサブピ
クセルと、第３色のサブピクセルと、前記第２領域内の複数のピクセル補償回路とを含み
、各ピクセル補償回路は、同一のピクセルからの第１色のサブピクセル、隣接ピクセルか
らの第２色のサブピクセル及び第３色のサブピクセルのうち一つに接続される。
【００１２】
　選択的に、各第２領域は、前記同一のピクセルからの前記第１色のサブピクセルと、第
１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセルと、それぞれ第２隣接ピクセル及び第３隣接
ピクセルからの二つの第３色のサブピクセルに囲まれ、前記第１色、前記第２色及び前記
第３色は、赤色、緑色及び青色から選択される異なる色である。
【００１３】
　選択的に、各ピクセルは、三つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同
一のピクセルからの前記第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの前記第２色のサ
ブピクセル及び第２隣接ピクセルからの前記第３色のサブピクセルのうちいずれか一つに
接続される。
【００１４】
　選択的に、各ピクセルは、四つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同
一のピクセルからの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセ
ル、第２隣接ピクセルからの第３色のサブピクセル及び第３隣接ピクセルからの第３色の
サブピクセルのうち一つに接続される。
【００１５】
　選択的に、各ピクセルは、前記第１領域内の第１色のサブピクセルと、第２色のサブピ
クセルと、第３色のサブピクセルと、前記第２領域内のタッチサブピクセルとを含み、前
記タッチ電極層は、時分割駆動モードに従って操作されるように構成され、前記時分割駆
動モードは、ディスプレイモードとタッチ制御モードとを含み、前記タッチ電極層は、前
記タッチ制御モードの間に、タッチ信号を伝導するためのタッチ制御電極であり、前記第
２領域内の一つの第２電極ブロック及び前記タッチ電極層は、前記ディスプレイモードの
間に、前記第２発光層に電圧信号を印加するための電極であり、各ピクセルは、四つのピ
クセル補償回路を更に含み、各ピクセル補償回路は、同一のピクセルからの第１色のサブ
ピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル、第２隣接ピクセルからの第３
色のサブピクセル及び前記タッチサブピクセルのうち一つに接続される。
【００１６】
　選択的に、前記第１発光層は、全体的に白色発光層であり、各ピクセルは、前記第２電
極層の前記第１発光層から離れる側に位置する複数のカラーフィルターを更に含み、前記
複数のカラーフィルターの各々は、一つのサブピクセルに対応される。
【００１７】
　選択的に、前記タッチ電極層は、時分割駆動モードに従って操作されるように構成され
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、前記時分割駆動モードは、ディスプレイモードとタッチ制御モードとを含み、前記タッ
チ電極層は、前記タッチ制御モードの間に、タッチ信号を伝導するためのタッチ制御電極
であり、前記第２領域内の一つの第２電極ブロック及び前記タッチ電極層は、ディスプレ
イモードの間に、前記第２発光層に電圧信号を印加するための電極である。
【００１８】
　選択的に、前記タッチディスプレイ基板は、Ｐ－シリコン基板上の複数の薄膜トランジ
スタを更に含み、前記複数の薄膜トランジスタの各々は、一つの第１電極ブロック又は一
つの第２電極ブロックに対応される。
【００１９】
　選択的に、前記第１電極層は、アノード層であり、前記第２電極層は、カソード層であ
る。
【００２０】
　もう一つの側面において、本発明は、複数のピクセルからなるアレイを含むピクセル配
列であって、各ピクセルは、第１色のサブピクセルと、第２色のサブピクセルと、第３色
のサブピクセルと、タッチサブピクセルと、前記タッチサブピクセル内の複数のピクセル
補償回路とを含み、各ピクセル補償回路は、同一のピクセルからの第１色のサブピクセル
、隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル及び第３色のサブピクセルのうち一つに接続
され、各タッチサブピクセルは、同一のピクセルからの第１色のサブピクセルと、第１隣
接ピクセルからの第２色のサブピクセルと、それぞれ第２隣接ピクセル及び第３隣接ピク
セルからの二つの第３色のサブピクセルとに囲まれるピクセル配列を提供する。
【００２１】
　選択的に、各ピクセルは、三つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同
一のピクセルからの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセ
ル及び第２隣接ピクセルからの第３色のサブピクセルのうち一つに接続される。
【００２２】
　選択的に、各ピクセルは、四つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同
一のピクセルからの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセ
ル、第２隣接ピクセルからの第３色のサブピクセル及び第３隣接ピクセルからの第３色の
サブピクセルのうち一つに接続される。
【００２３】
　選択的に、各ピクセルは、四つのピクセル補償回路を含み、各ピクセル補償回路は、同
一のピクセルからの第１色のサブピクセル、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセ
ル、第２隣接ピクセルからの第３色のサブピクセル及び前記タッチサブピクセルのうち一
つに接続される。
【００２４】
　もう一つの側面において、本発明は、タッチディスプレイ基板の製造方法であって、複
数のピクセルからなるアレイを形成することを含み、前記タッチディスプレイ基板の平面
図において、各ピクセルは、第１領域と第２領域とを含み、各ピクセルを形成するステッ
プは、第１電極層をベース基板に形成するステップを含み、前記第１電極層を形成するス
テップは、前記第１領域内にサブピクセルにそれぞれ対応される第１電極ブロックを複数
形成し、前記第２領域内に第２電極ブロックを形成するステップと、前記第１領域内に前
記複数の第１電極ブロックの前記ベース基板から離れる側に第１発光層を形成するステッ
プと、前記第２領域内に前記第２電極ブロックの前記ベース基板から離れる側に第２発光
層を形成するステップと、前記第１領域内に前記第１発光層の前記複数の第１電極ブロッ
クから離れる側に第２電極層を形成するステップと、前記第２領域内に前記第２発光層の
前記第２電極ブロックから離れる側に、前記第２電極層と相互に離隔され電気的に絶縁さ
れるタッチ電極層を形成するステップとを含むタッチディスプレイ基板の製造方法を提供
する。
【００２５】
　選択的に、前記方法は、前記ベース基板上に各ピクセルを前記第１領域と前記第２領域
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とに分けるパターン分離層を形成するステップを更に含み、前記パターン分離層は、前記
タッチ電極層と前記第２電極層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させ、前記パターン分
離層は、前記第１発光層と前記第２発光層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させる。
【００２６】
　選択的に、前記パターン分離層は、フォトレジスト材料からなり、前記各ピクセルを形
成するステップは、前記第１電極層を有する前記ベース基板上にフォトレジスト層を堆積
するステップと、前記パターン分離層に対応されるパターンを有するマスクにより前記フ
ォトレジスト層を露光させるステップと、前記露光されたフォトレジスト層を現像して、
前記パターン分離層を形成するステップと、前記第１電極層の前記パターン分離層を有す
るベース基板から離れる側に有機発光材料層を堆積して、前記第１領域内の前記第１発光
層及び前記第２領域内の前記第２発光層を形成するステップと、前記有機発光材料層の前
記第１電極層から離れる側に電極材料層を堆積して、前記第１領域内の前記第２電極層及
び前記第２領域内の前記タッチ電極層を形成するステップとを含む。
【００２７】
　選択的に、前記方法は、前記第２領域内の一つの第２電極ブロックを前記タッチ電極層
に電気的に接続させるステップを更に含む。
【００２８】
　選択的に、前記第２領域内の一つの第２電極ブロックを前記タッチ電極層に電気的に接
続させるステップは、前記第２領域内の前記一つの第２電極ブロックと、前記第２発光層
と、前記タッチ電極層とを含む複層構造の一部を焼結するステップと、前記第２発光層に
焼結された導電性材料を含む導電性チャネルを形成するステップとを含み、前記焼結され
た導電性材料は、発光材料、前記一つの第２電極ブロックの導電性材料及び前記タッチ電
極層の導電性材料のうち少なくとも一つを含む。
【００２９】
　選択的に、前記各ピクセルを形成するステップは、前記第２領域内にピクセル補償回路
を形成するステップを更に含む。
【００３０】
　選択的に、前記第１領域は、第１色のサブピクセルと、第２色のサブピクセルと、第３
色のサブピクセルとを含み、各ピクセルを形成するステップは、前記第２領域内に同一の
ピクセルからの第１色のサブピクセル、隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル及び第
３色のサブピクセルのうち一つに接続されるピクセル補償回路を複数形成するステップを
含み、各第２領域が同一のピクセルからの第１色のサブピクセルと、隣接ピクセルからの
第２色のサブピクセルと、それぞれ他の二つの隣接ピクセルからの二つの第３色のサブピ
クセルとに囲まれるように前記複数のピクセルからなるアレイを形成するステップを含む
。
【００３１】
　選択的に、前記タッチ電極層は、前記第２電極層と同一の層に形成され、前記第１発光
層は、前記第２発光層と同一の層に形成される。
【００３２】
　選択的に、前記方法は、同一の層に前記第１領域内の複数の電極リード線及び前記第２
領域内の複数のタッチ制御リード線を形成するステップと、前記第２発光層内の導電性チ
ャネルを通じて前記複数のタッチ制御リード線を前記タッチ電極層に電気的に接続させる
ステップとを更に含み、前記複数のタッチ制御リード線を前記タッチ電極層に電気的に接
続させるステップは、前記第２領域内のタッチ制御リード線と、前記第２発光層と、前記
タッチ電極層とを含む複層構造の一部を焼結するステップと、前記第２発光層に焼結され
た導電性材料を含む導電性チャネルを形成するステップとを含み、前記焼結された導電性
材料は、発光材料、前記タッチ制御リード線の導電性材料及び前記タッチ電極層の導電性
材料のうち少なくとも一つを含む。
【００３３】
　もう一つの側面において、本発明は、ここで記載されるタッチディスプレイ基板又はこ
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こで記載された方法により製造されるタッチディスプレイ基板を含むタッチディスプレイ
装置を提供する。
【００３４】
　下記の図面は、開示された各実施例に係るただ説明の目的に使用される実施例であり、
本発明の範囲を限定することを意図するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１Ａ】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の構造を示す図面である。
【図１Ｂ】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の構造を示す図面である。
【図１Ｃ】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の構造を示す図面である。
【図２】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板内のピクセル配列を示す図面であ
る。
【図３】従来のタッチディスプレイ基板内のピクセル配列を示す図面である。
【図４】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板内のピクセル補償回路の配列を示
す図面である。
【図５】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板内のピクセル補償回路の配列を示
す図面である。
【図６】一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の製造方法を示すフローチャート
である。
【図７Ａ】一部の実施例におけるパターン分離層の構造を示す図面である。
【図７Ｂ】一部の実施例におけるパターン分離層の構造を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、下記の実施例を参照しながら本開示を更に詳細に説明する。注意すべきことは、
以下の一部の実施例の説明はただ解釈及び説明の目的に使用される。こらは、開示された
正確な形態を網羅的に列挙したり限定したりすることを意図するものではない。
【００３７】
　本開示は、特に、新型の内装型（ｉｎ－ｃｅｌｌ）タッチディスプレイ基板、タッチデ
ィスプレイ基板を有するタッチディスプレイ装置及びその製造方法を提供する。一部の実
施例において、本タッチディスプレイ基板は、各ピクセルのサブピクセル領域をタッチセ
ンサー領域として使用し、カソード（又はアノード）の一部を電気的に絶縁させてタッチ
電極とする。本設計は、ディスプレイモジュールとともに作成可能なコンパクトな内装型
タッチ構造を提供する。更に、選択的に、タッチ制御リード線をカソード又はアノードの
電極リード線と同一の層に設置し、発光層の一部を焼結することによってタッチ電極とタ
ッチ制御リード線とを電気的に接続してもよい。ディスプレイ基板の厚さを更に減らし、
開口率を増加させるために、タッチディスプレイ基板が新型のピクセル配列を持つように
設計して、複数のサブピクセルからの複数のピクセル補償回路を同一のタッチサブピクセ
ル領域内に配置できる。
【００３８】
　一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、複数のピクセルからなるアレイを
含む。タッチディスプレイ基板の平面図において、各ピクセルは、第１領域と第２領域と
を有する。一部の実施例において、各ピクセルは、サブピクセルにそれぞれ対応される第
１領域内の複数の第１電極ブロックと第２領域内の少なくても一つの第２電極ブロックと
を含むベース基板上の第１電極層と、複数の第１電極ブロックのベース基板から離れる側
に位置する第１領域内の第１発光層と、第２電極ブロックのベース基板から離れる側に位
置する第２領域内の第２発光層と、第１発光層の複数の第１電極ブロックから離れる側に
位置する第１領域内の第２電極層と、第２発光層の第２電極ブロックから離れる側に位置
する第２領域内のタッチ電極層とを含む。選択的に、タッチ電極層と第２電極層とは、相
互に離隔され、電気的に絶縁される。選択的に、第１発光層と第２発光層とは、相互に離
隔され、電気的に絶縁される。選択的に、タッチ電極層は、第２電極層と同一の層に位置
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する。選択的に、第１発光層は、第２発光層と同一の層に位置する。選択的に、タッチ電
極層と第２電極層とは、相互に離隔され電気的に絶縁され、第１発光層と第２発光層とは
、相互に離隔され電気的に絶縁され、タッチ電極層は、第２電極層と同一の層に位置し、
第１発光層は、第２電極層と同一の層に位置する。
【００３９】
　もう一つの側面において、本開示は、タッチディスプレイ基板の製造方法を提供する。
該タッチディスプレイ基板は、複数のピクセルからなるアレイを含み、タッチディスプレ
イ基板の平面図において、各ピクセルは、第１領域と第２領域とを含む。一部の実施例に
おいて、各ピクセルを形成するステップは、第１電極層をベース基板に形成するステップ
を含み、第１電極層を形成するステップは、第１領域内にサブピクセルにそれぞれ対応さ
れる第１電極ブロックを複数形成し、第２領域内に第２電極ブロックを形成するステップ
と、第１領域内に複数の第１電極ブロックのベース基板から離れる側に第１発光層を形成
するステップと、第２領域内に第２電極ブロックのベース基板から離れる側に第２発光層
を形成するステップと、第１領域内に第１発光層の複数の第１電極ブロックから離れる側
に第２電極層を形成するステップと、第２領域内に第２発光層の第２電極ブロックから離
れる側にタッチ電極層を形成するステップとを含む。選択的に、タッチ電極層と第２電極
層とは、相互に離隔され、電気的に絶縁されるように形成される。選択的に、第１発光層
と第２発光層とは、相互に離隔され、電気的に絶縁されるように形成される。選択的に、
タッチ電極層は、第２電極層と同一の層に形成される。選択的に、第１発光層は、第２発
光層と同一の層に形成される。選択的に、タッチ電極層と第２電極層とは、相互に離隔さ
れ、電気的に絶縁されるように形成され、第１発光層と第２発光層とは、相互に離隔され
、電気的に絶縁されるように形成され、タッチ電極層は、第２電極層と同一の層に形成さ
れ、第１発光層は、第２発光層と同一の層に形成される。
【００４０】
　様々な方法を実行して、タッチ電極層を第２電極層から離隔させ、電気的に絶縁させ、
第１発光層を第２発光層から離隔させ、電気的に絶縁できる。例えば、マスクを利用して
第１発光層のパターン、第２発光層のパターン、タッチ電極層のパターン及び第２電極層
のパターンを形成することにより、第１発光層と第２発光層の間にギャップがあるように
し、タッチ電極層と第２電極層の間にギャップがあるようにすることができる。一部の実
施例において、単一過程（例えば、堆積プロセス）にて単一発光層を形成し、該単一発光
層をパターン化して第１発光層及び第２発光層を形成することができる（例えば、単一発
光層にそれを二つの層に分けるギャップをエッチングする）。同様に、単一過程（例えば
、堆積プロセス）にて単一電極層を形成し、該単一電極層をパターン化してタッチ電極層
及び第２電極層を形成することができる（例えば、単一電極層にそれを二つの層に分ける
ギャップをエッチングする）。
【００４１】
　一部の実施例において、各ピクセルは、ピクセルを第１領域と第２領域とに分けるベー
ス基板上のパターン分離層を含む。パターン分離層は、タッチ電極層と第２電極層とを相
互に離隔させ、電気的に絶縁させる。選択的に、パターン分離層は、第１発光層と第２発
光層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させる。
【００４２】
　従って、選択的に、各ピクセルを形成するステップは、ベース基板上に各ピクセルを第
１領域と第２領域とに分けるパターン分離層を形成するステップを含む。パターン分離層
は、タッチ電極層と第２電極層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させ、第１発光層と第
２発光層とを相互に離隔させ、電気的に絶縁させるように形成される。
【００４３】
　図１Ａは、一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の構造を示す図面である。図
１Ａを参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、複数のピクセル１から
なるアレイを含む。各ピクセル１は、複数のサブピクセル、例えば、サブピクセル１１Ａ
、１１Ｂ、１１Ｃ、１１Ｄを含んでもよい。図１Ａが示すように、本実施例におけるタッ
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チディスプレイ基板は、ベース基板２０上の第１電極層４を含む。第１電極層４は、複数
の第１電極ブロック（例えば、第１電極ブロック４Ａ）及び第２電極ブロック（換言すれ
ば、一つ又は複数の第２電極ブロック、例えば、第２電極ブロック４Ｂ）を含む。更に、
タッチディスプレイ基板は、ベース基板２０の平面図においてピクセル１を第１領域２と
第２領域３とに分けるパターン分離層５を含む。第１領域２は、画像表示の可能な複数の
サブピクセル１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃを含み、複数のサブピクセルの各々は、駆動薄膜ト
ランジスタ１０を含む。第２領域３は、少なくとも一つのタッチ制御用のタッチサブピク
セル１１Ｄを含む。選択的に、タッチサブピクセル１１Ｄも画像表示が可能である。タッ
チサブピクセル１１Ｄは、駆動薄膜トランジスタ１０を含む。各駆動薄膜トランジスタ１
０は、第１電極ブロック４Ａ又は第２電極ブロック４Ｂに電気的に接続される。
【００４４】
　タッチディスプレイ基板を作成及び使用するように様々な実施例を実行してもよい。例
えば、ベース基板は、適切な材料、例えば、ガラス、石英又は透明樹脂を利用して作成で
きる。薄膜トランジスタ１０は、ゲート電極と、ソース電極と、ドレイン電極と、活性層
とを含む薄膜トランジスタであって良い。
【００４５】
　一部の実施例において、ベース基板は、P＋シリコン基板である。図１Ａが示すように
、薄膜トランジスタ１０は、ゲート構造４０と、Ｎ－ウェル５０と、フィールド酸化物（
ＦＯＸ）絶縁構造６０とを含む薄膜トランジスタであって良い。一部の実施例において、
ベース基板は、Ｎ＋シリコン基板である。選択的に、薄膜トランジスタは、ゲート構造と
、Ｐ－ウェル及びフィールド酸化物（ＦＯＸ）絶縁構造６０とを含む。
【００４６】
　選択的に、第１電極層は、アノード層であり、第２電極層は、カソード層である。選択
的に、第１電極層は、カソード層であり、第２電極層は、アノード層である。
【００４７】
　図１Ａが示すように、第１電極ブロック４Ａは、第１領域２内にあり、第２電極ブロッ
ク４Ｂは、第２領域３内にある。第１電極ブロック４Ａの各々は、サブピクセル１１Ａ、
１１Ｂ、１１Ｃのうち一つに対応される。第２電極ブロック４Ｂは、サブピクセル１１Ｄ
に対応される。
【００４８】
　一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第１電極層４のベース基板２０か
ら離れる側に位置する発光層６を含む。パターン分離層５は、発光層６を第１領域２内の
第１発光層６Ａと第２領域３内の第２発光層６Ｂとに分け、即ち、第１発光層６Ａと第２
発光層６Ｂとは、パターン分離層５により離隔される。第１発光層６Ａは、サブピクセル
１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃに対応し、第２発光層６Ｂは、サブピクセル１１Ｄに対応する。
パターン分離層５は、フォトレジストのような非導電性材料からなるので、第１発光層６
Ａと第２発光層６Ｂとも、パターン分離層５により電気的に絶縁される。
【００４９】
　第１発光層６Ａと第２発光層６Ｂとを、単一過程（例えば、単一堆積プロセス）におい
て作成してもよい。このように、第１発光層６Ａと第２発光層６Ｂとは、同一の層に位置
してもよい。第１発光層６Ａと第２発光層６Ｂとを二つの堆積プロセスにおいて作成して
もよい。従って、第１発光層６Ａと第２発光層６Ｂとは、異なる層に位置してもよい。
【００５０】
　図１Ａが示すように、第１発光層６Ａは、第１電極ブロック４Ａのベース基板２０から
離れる側に位置し、第２発光層６Ｂは、第２電極ブロック４Ｂのベース基板２０から離れ
る側に位置する。
【００５１】
　図１Ａを参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、発光層６の第１電
極層４から離れる側に位置する第２電極層７Ａを更に含む。具体的に、第２電極層７Ａは
、第１発光層６Ａの第１電極ブロック４Ａから離れる側に位置する。第２電極層７Ａは、
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第１領域２内に位置する。選択的に、第２電極層７Ａは、完全な電極層である。
【００５２】
　図１Ａを参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、発光層６の第１電
極層４から離れる側に位置するタッチ電極層７Ｂを更に含む。具体的に、タッチ電極層７
Ｂは、第２発光層６Ｂの第２電極ブロック４Ｂから離れる側に位置する。タッチ電極層７
Ｂは、第２領域３内に位置する。選択的に、タッチ電極層７Ｂは、完全な電極層である。
【００５３】
　図１Ａが示すように、第１発光層６Ａは、第２電極層７Ａのベース基板２０に近づく側
に位置し、第２発光層６Ｂは、タッチ電極層７Ｂのベース基板２０に近づく側に位置する
。
【００５４】
　一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第１発光層６と第１電極層４の間
の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第１発光層６Ａ
と第１領域内の第１電極層４（例えば、第１電極ブロック４Ａ）の間の一つ又は複数の有
機層を含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２発光層６Ｂと第２領域内の第１
電極層４（例えば、第２電極ブロック４Ｂ）の間の一つ又は複数の有機層を含む。一部の
実施例において、タッチディスプレイ基板は、第１発光層６Ａと第２電極層７Ａの間の一
つ又は複数の有機層を含む。一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第２発
光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、一つ又は複
数の有機層は、ホール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層である。選択的に、
一つ又は複数の有機層は、ホール注入層又は電子注入層のようなキャリア注入層である。
【００５５】
　選択的に、第１発光層６Ａは、安全な白色発光層である。選択的に、第２発光層６Ｂは
、安全な白色発光層である。選択的に、第１発光層６Ａと第２発光層６Ｂとは、単一過程
において形成される。
【００５６】
　第１発光層６Ａは、複数の発光ブロックを含み、複数の発光ブロックの各々は、異なる
色の光を放射可能なブロック、例えば、赤色発光ブロック、緑色発光ブロック、青色発光
ブロック、又は白色発光ブロックである。各発光ブロックは、サブピクセル、例えば、サ
ブピクセル１１Ａ、１１Ｂ、又は１１Ｃに対応する。各発光ブロックは、第１電極ブロッ
ク４Ａに対応される。選択的に、タッチディスプレイ基板は、各発光ブロックを絶縁させ
るピクセル定義層（Pixel definition layer）を含む。選択的に、発光ブロックは、赤色
発光層を含む。選択的に、発光ブロックは、緑色発光層を含む。選択的に、発光ブロック
は、青色発光層を含む。選択的に、発光ブロックは、白色発光層を含む。一部の実施例に
おいて、タッチディスプレイ基板は、第１発光ブロックと第１電極ブロック４Ａの間の一
つ又は複数の有機層を含む。一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第１発
光ブロックと第２電極層７Ａの間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、一つ又は複
数の有機層は、ホール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層である。選択的に、
一つ又は複数の有機層は、ホール注入層又は電子注入層のようなキャリア注入層である。
【００５７】
　パターン分離層５は、第１領域２内の第２電極層７Ａを第２領域３内のタッチ電極層７
Ｂから分離させ、即ち、第２電極層７Ａとタッチ電極層７Ｂとは、パターン分離層５によ
り離隔される。第２電極層７Ａは、サブピクセル１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃに対応し、タッ
チ電極層７Ｂは、サブピクセル１１Ｄに対応する。パターン分離層５は、フォトレジスト
のような非導電性材料からなるので、第２電極層７Ａとタッチ電極層７Ｂとも、パターン
分離層５により電気的に絶縁される。
【００５８】
　第２電極層７Ａとタッチ電極層７Ｂとを、単一過程（例えば、単一堆積プロセス）にお
いて作成してもよい。このように、第２電極層７Ａとタッチ電極層７Ｂとは、同一の層に
位置しても良い。選択的に、二つの堆積プロセスにおいて第２電極層７Ａとタッチ電極層
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７Ｂとを作成する。従って、第２電極層７Ａとタッチ電極層７Ｂとは、異なる層に位置し
ても良い。
【００５９】
　一部の実施例において、第２領域内の第２電極ブロック４Ｂは、タッチ電極層７Ｂに電
気的に接続される。第２電極ブロック４Ｂがタッチ電極層７Ｂに電気的に接続されるよう
に、様々な実施例を実行してもよい。例えば、第２電極ブロック４Ｂとタッチ電極層７Ｂ
とは、第２発光層６Ｂを貫通して延長するビアホールを通じて電気的に接続されてもよい
。ここで検討されるように、第２電極ブロック４Ｂとタッチ電極層７Ｂとは、第２発光層
６Ｂ内の導電性チャネルを通じて電気的に接続されてもよい。導電性チャネルは、発光材
料と、第２領域内の第２電極ブロックの導電性材料と、タッチ電極層の導電性材料とを含
む焼結された導電性材料を含む。
【００６０】
　図１Ｂは、一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の構造を示す図面である。図
１Ｂを参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、第２発光層６Ｂ内の導
電性チャネル８を含む。導電性チャネル８は、例えば、レーザーで第２発光層６Ｂ、タッ
チ電極層７Ｂ及び第２電極ブロック４Ｂを焼結して形成できる。導電性チャネル８は、第
２発光層６Ｂの発光材料、第２電極ブロック４Ｂの導電性材料及びタッチ電極層７Ｂの導
電性材料のうち少なくとも一つを含む焼結された導電性材料を含む。選択的に、タッチ電
極層７Ｂの導電性チャネル８に対応する部分も、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、第２
発光層６Ｂの発光材料とを少なくとも含む焼結された材料を含む。選択的に、第２電極ブ
ロック４Ｂの導電性チャネル８に対応する部分も、第２電極ブロック４Ｂの導電性材料と
、第２発光層６Ｂの発光材料とを少なくとも含む焼結された材料を含む。導電性チャネル
８を少なくとも部分的に焼結して、導電性チャネル８を導電性に変化させることにより、
第２電極ブロック４Ｂとタッチ電極層７Ｂとを電気的に接続させる。
【００６１】
　一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第２領域内の第２発光層６Ｂと第
２電極ブロック４Ｂの間の、又は第２発光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の追加的な層を
含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２領域内の第２発光層６Ｂと第２電極ブ
ロック４Ｂの間の一つ又は複数の有機層とを含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は
、第２発光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、一
つ又は複数の有機層は、ホール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層である。選
択的に、一つ又は複数の有機層は、ホール注入層又は電子注入層のようなキャリア注入層
である。
【００６２】
　従って、選択的に、導電性チャネル８は、第２発光層６Ｂの発光材料と、第２電極ブロ
ック４Ｂの導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、第２領域内の第２発光層６
Ｂと第２電極ブロック４Ｂの間の、又は第２発光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の追加的
な層の材料とを含む焼結された導電性材料を含んでもよい。追加的な層の例として、ホー
ル輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層と、ホール注入層又は電子注入層のよう
なキャリア注入層とを含む。選択的に、導電性チャネル８は、第２発光層６Ｂの発光材料
と、第２電極ブロック４Ｂの導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、キャリア
輸送層（例えば、ホール輸送層又は電子輸送層）の材料とを含む焼結された導電性材料を
含む。選択的に、導電性チャネル８は、第２発光層６Ｂの発光材料と、第２電極ブロック
４Ｂの導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、キャリア注入層（例えば、ホー
ル注入層又は電子注入層）の材料とを含む焼結された導電性材料を含む。選択的に、導電
性チャネル８は、第２発光層６Ｂの発光材料と、第２電極ブロック４Ｂの導電性材料と、
タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、キャリア輸送層（例えば、ホール輸送層又は電子輸送
層）の材料と、キャリア注入層（例えば、ホール注入層又は電子注入層）の材料とを含む
焼結された導電性材料を含む。
【００６３】
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　図１Ｃは、一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の構造を示す図面である。図
１Ｃを参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、第２発光層６Ｂ内の導
電性チャネル８’を含む。図１Ｃが示すように、本実施例におけるタッチディスプレイ基
板は、第１領域内の複数の電極リード線８０と、第２領域内の複数のタッチ制御リード線
７０とを含む。複数のタッチ制御リード線７０は、複数の電極リード線８０と同一の層に
位置する。複数のタッチ制御リード線７０は、第２発光層６Ｂ内の導電性チャネル８’を
通じてタッチ電極層７Ｂに電気的に接続されてもよい。導電性チャネル８’は、例えば、
レーザーで第２発光層６Ｂ、タッチ電極層７Ｂ及びタッチ制御リード線７０を焼結して形
成されてもよい。導電性チャネル８’は、第２発光層６Ｂの発光材料、タッチ制御リード
線７０の導電性材料及びタッチ電極層７Ｂの導電性材料のうち少なくとも一つを含む焼結
された導電性材料を含む。選択的に、タッチ電極層７Ｂの導電性チャネル８’に対応する
部分も、タッチ電極層７Ｂの導電性材料及び第２発光層６Ｂの発光材料を少なくとも含む
焼結された材料を含む。選択的に、タッチ制御リード線７０の導電性チャネル８’に対応
する部分も、タッチ制御リード線７０の導電性材料及び第２発光層６Ｂの発光材料を少な
くとも含む焼結された材料を含む。導電性チャネル８’を少なくとも部分的に焼結して、
導電性チャネル８’を導電性に変化させることにより、タッチ制御リード線７０とタッチ
電極層７Ｂとを電気的に接続させる。
【００６４】
　一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第２領域内の第２発光層６Ｂとタ
ッチ制御リード線７０の間の、又は第２発光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の追加的な層
を含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２領域内の第２発光層６Ｂとタッチ制
御リード線７０の間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、タッチディスプレイ基板
は、第２発光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、
一つ又は複数の有機層は、ホール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層である。
選択的に、一つ又は複数の有機層は、ホール注入層又は電子注入層のようなキャリア注入
層である。
【００６５】
　従って、選択的に、導電性チャネル８’は、第２発光層６Ｂの発光材料と、タッチ制御
リード線７０の導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、第２領域内の第２発光
層６Ｂとタッチ制御リード線７０の間の、又は第２発光層６Ｂとタッチ電極層７Ｂの間の
追加的な層の材料とを含む焼結された導電性材料を含んでもよい。追加的な層の例として
、ホール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層と、ホール注入層又は電子注入層
のようなキャリア注入層とを含む。選択的に、導電性チャネル８’は、第２発光層６Ｂの
発光材料と、タッチ制御リード線７０の導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と
、キャリア輸送層（例えば、ホール輸送層又は電子輸送層）の材料とを含む焼結された導
電性材料を含む。選択的に、導電性チャネル８’は、第２発光層６Ｂの発光材料と、タッ
チ制御リード線７０の導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、キャリア注入層
（例えば、ホール注入層又は電子注入層）の材料とを含む焼結された導電性材料を含む。
選択的に、導電性チャネル８’は、第２発光層６Ｂの発光材料と、タッチ制御リード線７
０の導電性材料と、タッチ電極層７Ｂの導電性材料と、キャリア輸送層（例えば、ホール
輸送層又は電子輸送層）の材料と、キャリア注入層（例えば、ホール注入層又は電子注入
層）の材料とを含む焼結された導電性材料を含む。
【００６６】
　タッチ電極層７Ｂは、導電性チャネル８’を通じてタッチ制御リード線７０に電気的に
接続され、タッチ制御リード線７０は、導電性チャネル８’を通じてタッチ電極層７Ｂに
接続されてもよい。従って、タッチ制御リード線７０は、第１領域内の画像表示を駆動す
るための電極リード線８０と同一の層に形成されてもよい。選択的に、タッチ制御リード
線７０は、第１電極リード線と同一の層に位置する。選択的に、タッチ制御リード線７０
は、第２電極リード線と同一の層に位置する。
【００６７】
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　図１Ａ乃至図１Ｃを参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、第２領
域内の少なくとも一つのピクセル補償回路９を更に含む。ピクセル補償回路９の例として
、６Ｔ１Ｃ回路と、２Ｔ１Ｃ回路と、４Ｔ１Ｃ回路と、５Ｔ１Ｃ回路とを含むが、これら
に限定されない。
【００６８】
　一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、第２領域内で複数の（例えば、二
つ、三つ、四つ又はそれ以上）のピクセル補償回路９を含む。例えば、タッチディスプレ
イ基板は、複数のピクセル補償回路９を含むことができ、複数のピクセル補償回路９の各
々は、異なるサブピクセル（例えば、赤色サブピクセル、緑色サブピクセル、又は青色サ
ブピクセル）に対応する。
【００６９】
　もう一つの側面において、本開示は、タッチディスプレイ基板における新たなピクセル
配列を提供する。一部の実施例において、ピクセルは、第１色のサブピクセルと、第２色
のサブピクセルと、第３色のサブピクセルとを含み、ピクセル内の第２領域は、同一のピ
クセルからの第１色のサブピクセルと、第１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセルと
、それぞれ第２隣接ピクセル及び第３隣接ピクセルからの二つの第３色のサブピクセルと
に隣接する。第１色と、第２色と、第３色とは、三つの異なる色、例えば、赤色、緑色、
青色である。
【００７０】
　図２は、一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板におけるピクセル配列を示す図
面である。図２を参照すると、本実施例におけるタッチディスプレイ基板は、赤色サブピ
クセル１１Ａと、緑色サブピクセル１１Ｂと、青色サブピクセル１１Ｃと、タッチサブピ
クセル１１Ｄとを含む。ここで議論されるように、本開示のピクセルは、第１領域と第２
領域とを含む。第１領域は、画像表示の可能な赤色サブピクセル１１Ａと、緑色サブピク
セル１１Ｂと、青色サブピクセル１１Ｃとを含む。第２領域は、タッチ制御用のタッチサ
ブピクセル１１Ｄを含む。選択的に、タッチサブピクセル１１Ｄも画像表示が可能である
。各ピクセルは、タッチサブピクセル１１Ｄ内の少なくとも一つのピクセル補償回路を更
に含む。例えば、各ピクセルは、タッチサブピクセル１１Ｄ内の少なくとも三つのピクセ
ル補償回路を含んでもよく、ピクセル補償回路の各々は、赤色サブピクセル１１Ａ、緑色
サブピクセル１１Ｂ及び青色サブピクセル１１Ｃのうちの一つに接続される。
【００７１】
　図２を参照すると、第２領域（及びタッチサブピクセル１１Ｄ）は、四つのサブピクセ
ルに囲まれ、即ち、同一のピクセルからの青色サブピクセル１１Ｃ（１１Ｄの左側に位置
）と、第１隣接ピクセルからの赤色サブピクセル１１Ａ（１１Ｄの右側に位置）と、第２
隣接ピクセル及び第３隣接ピクセルからの二つの緑色サブピクセル１１Ｃ（１１Ｄの上側
及び下側に位置）とに囲まれる。
【００７２】
　図３は、従来のタッチディスプレイ基板におけるピクセル配列を示す図面である。図３
を参照すると、第２領域（及びタッチサブピクセル１１Ｄ）は、同一のピクセルからの青
色サブピクセル１１Ｃ（１１Ｄの左側に位置）と、第１隣接ピクセルからの赤色サブピク
セル１１Ａ（１１Ｄの右側に位置）と、第２隣接ピクセル及び第３隣接ピクセルからの二
つのタッチサブピクセル１１Ｄ（１１Ｄの上側及び下側に位置）とに囲まれる。このよう
に、従来のタッチディスプレイ基板において、第２領域は、緑色サブピクセル１１Ｂに囲
まれていない。それ故、緑色サブピクセル１１Ｂに関連するピクセル補償回路を第２領域
に配置し難い。
【００７３】
　従来のタッチディスプレイ基板に比べ、本タッチディスプレイ基板における第２領域は
、赤色サブピクセル１１Ａと、青色サブピクセル１１Ｃと、二つの緑色サブピクセル１１
Ｂとに囲まれる。従って、すべての三種類の色のサブピクセルに関連するピクセル補償回
路を簡便に同一の第２領域内に配置できる。図４は、一部の実施例におけるタッチディス
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プレイ基板におけるピクセル補償回路の配列を示す図面である。図４を参照すると、各ピ
クセルの各第２領域は、三つの部分である１１Ｄ１と、１１Ｄ２と、１１Ｄ３とを含み、
各部分は、ピクセル補償回路を含む。例えば、第２領域は、１１Ｄ２内の第１隣接ピクセ
ルからの赤色サブピクセル（タッチサブピクセルの右側に位置）に接続されるピクセル補
償回路と、１１Ｄ３内の同一のピクセルからの青色サブピクセル（タッチサブピクセルの
左側に位置）に接続されるピクセル補償回路と、１１Ｄ１内の第２隣接ピクセルからの緑
色サブピクセル（タッチサブピクセルの上側に位置）に接続されるピクセル補償回路とを
含んでもよい。
【００７４】
　第２領域は、三つ以上のピクセル補償回路を含むことができる。図５は、一部の実施例
におけるタッチディスプレイ基板におけるピクセル補償回路の配列を示す図面である。図
５を参照すると、各ピクセルの各第２領域は、四つの部分である１１Ｄ１と、１１Ｄ２と
、１１Ｄ３と、１１Ｄ４とを含み、部分の各々は、ピクセル補償回路を含む。例えば、第
２領域は、１１Ｄ２内の第１隣接ピクセルからの赤色サブピクセル（タッチサブピクセル
の右側に位置）に接続されるピクセル補償回路と、１１Ｄ３内の同一のピクセルからの青
色サブピクセル（タッチサブピクセルの左側に位置）に接続されるピクセル補償回路と、
１１Ｄ１内の第２隣接ピクセルからの緑色サブピクセル（タッチサブピクセルの上側に位
置）に接続されるピクセル補償回路と、１１Ｄ４内の第３隣接ピクセルからの緑色サブピ
クセル（タッチサブピクセルの下側に位置）に接続されるピクセル補償回路とを含んでも
よい。
【００７５】
　一部の実施例において、タッチ電極層は、時分割駆動モードに従って操作される。例え
ば、時分割駆動モードは、ディスプレイモードとタッチ制御モードとを含んでもよい。タ
ッチ電極層は、タッチ制御モードの間にタッチ信号を伝導するためのタッチ制御電極であ
る。ディスプレイモードにおいて、第２領域内の第２電極ブロック及びタッチ電極層は、
ディスプレイモードの間に、電圧信号を第２発光層に印加して画像表示をするための電極
である。選択的に、タッチ電極層が時分割駆動モードに従って操作される時、第２領域は
、タッチサブピクセル用のピクセル補償回路を更に含んでもよい。例えば、第２領域は、
１１Ｄ２内の第１隣接ピクセルからの赤色サブピクセル（タッチサブピクセルの右側に位
置）に接続されるピクセル補償回路と、１１Ｄ３内の同一のピクセルからの青色サブピク
セル（タッチサブピクセルの左側に位置）に接続されるピクセル補償回路と、１１Ｄ１内
の第２隣接ピクセルからの緑色サブピクセル（タッチサブピクセルの上側に位置）に接続
されるピクセル補償回路と、１１Ｄ４内のタッチサブピクセル自体用のピクセル補償回路
とを含んでもよい。
【００７６】
　図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、本実施例における発光層は、白色発光層（第１発光層
６Ａと、第２発光層６Ｂとを含む）である。図１Ａ及び図１Ｂが示すように、第１領域２
内で、各ピクセルは、複数のカラーフィルター３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃを更に含む。複数
のカラーフィルター３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃは、サブピクセルに対応される。例えば、カ
ラーフィルター３０Ａは赤色サブピクセルに対応する赤色カラーフィルターであってもよ
く、カラーフィルター３０Ｂは緑色サブピクセルに対応する緑色カラーフィルターであっ
てもよく、カラーフィルター３０Ｃは青色サブピクセルに対応する青色カラーフィルター
であってもよい。選択的に、第１発光層６Ａは、全体的に発光層である。
【００７７】
　もう一つの側面において、本開示は、タッチディスプレイ基板の製造方法を提供する。
一部の実施例において、方法は、複数のピクセルからなるアレイを形成することを含む。
図６は、一部の実施例におけるタッチディスプレイ基板の製造方法を示すフローチャート
である。図６を参照すると、本実施例における各ピクセルを形成するステップは、ベース
基板上に複数の第１電極ブロックと第２電極ブロックとを含む第１電極層を形成するステ
ップと、ベース基板上に、ベース基板の平面図において各ピクセルを第１領域と第２領域
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とに分けるパターン分離層を形成するステップと、第１電極層のベース基板から離れる側
に、第１領域内の第１発光層とパターン分離層により第１発光層から離隔された第２領域
内の第２発光層を含む発光層を形成するステップと、発光層の第１電極層から離れる側の
同一の層に、第１領域に位置する第２電極層とパターン分離層により第２電極層から離隔
され電気的に絶縁された第２領域に位置するタッチ電極層を形成するステップとを含む。
【００７８】
　様々な適切な材料を使用してパターン分離層を作成できる。一部の実施例において、パ
ターン分離層は、フォトレジスト材料からなる。図７Ａは、一部の実施例におけるパター
ン分離層の構造を示す図面である。図７Ａを参照すると、パターン分離層５は、ベース基
板上に形成され、発光材料と電極材料とがパターン分離層５を有するベース基板上に順次
に堆積される。第１発光層６Ａ及び第２電極層７Ａは、第１領域内に形成される。第２発
光層６Ｂ及びタッチ電極層７Ｂは、第２領域内に形成される。図７Ｂが示すように、パタ
ーン分離層は、第１領域内の第１発光層６Ａと第２領域内の第２発光層６Ｂとを電気的に
絶縁させ、第１領域内の第２電極層７Ａと第２領域内のタッチ電極層７Ｂとを電気的に絶
縁させる。
【００７９】
　堆積プロセスにおいて、発光材料及び電極材料は、パターン分離層５に堆積され、パタ
ーン分離層５上に第３発光部１２及び電極層１３を形成してもよい。選択的に、第１発光
層６Ａ、第２電極層７Ａ、第２発光層６Ｂ及びタッチ電極層７Ｂの形成の後、第３発光部
１２及び電極層１３を除去してもよい（例えば、エッチングや、アッシング等を利用）。
図７Ｂは、一部の実施例におけるパターン分離層の構造を示す図面である。図７Ｂを参照
すると、パターン分離層５は、ベース基板上に形成され、発光材料と電極材料とがパター
ン分離層５を有するベース基板上に順次に堆積される。パターン分離層５上の発光材料及
び電極材料を除去する。
【００８０】
　従って、一部の実施例において、各ピクセルを形成するステップは、第１電極層を有す
るベース基板上にフォトレジスト層を堆積するステップと、パターン分離層に対応するパ
ターンを有するマスクによりフォトレジスト層を露光させるステップと、露光されたフォ
トレジスト層を現像して、パターン分離層を形成するステップとを含む。一旦パターン分
離層が形成されると、ステップは、第１電極層のパターン分離層を有するベース基板から
離れる側に有機発光材料層を堆積して、第１領域内の第１発光層及び第２領域内の第２発
光層を形成するステップを更に含んでもよい。第１領域内の第１発光層と第２領域内の第
２発光層とを、単一の堆積ステップで形成してもよい。選択的に、第１領域内の第１発光
層と第２領域内の第２発光層とを、二つのプロセスにおいて別々に形成してもよい。一旦
第１領域内の第１発光層及び第２領域内の第２発光層が形成されると、ステップは、有機
発光材料層の第１電極層から離れる側に電極材料層を堆積して、第１領域内の第２電極層
及び第２領域内のタッチ電極層を形成するステップを更に含んでもよい。第１領域内の第
２電極層と第２領域内のタッチ電極層とを、単一の堆積ステップで形成してもよい。選択
的に、第１領域内の第２電極層と第２領域内のタッチ電極層とを、二つのプロセスにおい
て別々に形成してもよい。
【００８１】
　選択的に、第１領域内の第１発光層と第２領域内の第２発光層とを、単一の堆積ステッ
プで形成し、第１領域内の第２電極層と第２領域内のタッチ電極層とを、単一の堆積ステ
ップで形成する。選択的に、パターン分離層のベース基板から離れる側に堆積された任意
の発光材料及び電極材料を除去してもよい。
【００８２】
　一部の実施例において、第１電極層を形成するステップは、第１領域内にサブピクセル
にそれぞれ対応される第１電極ブロックを複数形成するステップと、第２領域内に第２電
極ブロックを形成するステップとを含む。第１領域内の複数の第１電極ブロックと第２領
域内の第２電極ブロックとを、単一のプロセス（例えば、単一の堆積プロセス）において
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パターン化用の単一マスクを使用してもよい。選択的に、第１領域内の複数の第１電極ブ
ロックと第２領域内の第２電極ブロックとを、別々に形成する。
【００８３】
　一部の実施例において、各ピクセルを形成するステップは、第２領域内の第２電極ブロ
ックをタッチ電極層に電気的に接続するステップを更に含む。様々な適切な方法を実施し
て第２電極ブロックをタッチ電極層に電気的に接続してもよい。例えば、ステップは、第
２発光層を貫通して延長するビアホールを形成して第２電極ブロックとタッチ電極層とを
電気的に接続するステップを含んでもよい。
【００８４】
　一部の実施例において、第２領域内の第２電極ブロックをタッチ電極層に電気的に接続
するステップは、第２領域内の第２電極ブロックと、第２発光層と、タッチ電極層とを含
む複層構造の一部を焼結するステップと、第２発光層に導電性チャネルを形成するステッ
プとを含む。導電性チャネルは、発光材料と、第２電極ブロックの導電性材料と、タッチ
電極層の導電性材料とを有する焼結された導電性材料を含む。選択的に、焼結ステップを
レーザーにより実行してもよい。導電性チャネルを少なくとも部分的に焼結して導電性チ
ャネルを導電性にすることによって、第２電極ブロックとタッチ電極層とを電気的に接続
させる。
【００８５】
　ここで議論されるように、タッチディスプレイ基板は、第２領域内の第２発光層と第２
電極ブロックの間の、又は第２発光層とタッチ電極層の間の追加的な層を含んでもよい。
選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２領域内の第２発光層と第２電極ブロックの間
の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２発光層とタ
ッチ電極層の間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、一つ又は複数の有機層は、ホ
ール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層である。選択的に、一つ又は複数の有
機層は、ホール注入層又は電子注入層のようなキャリア注入層である。
【００８６】
　従って、選択的に、焼結ステップは、第２領域内の第２電極ブロックと、第２発光層と
、タッチ電極層と、第２発光層と第２領域内の第２電極ブロックの間の（一つ又は複数の
）追加的な層と、第２発光層とタッチ電極層の間の（一つ又は複数の）追加的な層とを含
む複層構造の一部を焼結するステップを含んでもよい。追加的な層の例として、ホール輸
送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層と、ホール注入層又は電子注入層のようなキ
ャリア注入層とを含む。
【００８７】
　一部の実施例において、各ピクセルを形成するステップは、第２領域内の複数のタッチ
制御リード線をタッチ電極層に電気的に接続するステップを更に含む。様々な適切な方法
を実施して複数のタッチ制御リード線をタッチ電極層に電気的に接続してもよい。例えば
、ステップは、第２発光層を貫通して延長するビアホールを形成してタッチ制御リード線
とタッチ電極層とを電気的に接続するステップを含んでもよい。
【００８８】
　一部の実施例において、第２領域内のタッチ制御リード線をタッチ電極層に電気的に接
続するステップは、第２領域内のタッチ制御リード線と、第２発光層と、タッチ電極層と
を含む複層構造の一部を焼結するステップと、第２発光層に導電性チャネルを形成するス
テップとを含む。導電性チャネルは、発光材料、タッチ制御リード線の導電性材料及びタ
ッチ電極層の導電性材料のうち少なくとも一つを有する焼結された導電性材料を含む。選
択的に、焼結ステップをレーザーにより実行してもよい。導電性チャネルを少なくとも部
分的に焼結して導電性チャネルを導電性にすることによって、タッチ制御リード線とタッ
チ電極層とを電気的に接続させる。
【００８９】
　ここで議論されるように、タッチディスプレイ基板は、第２発光層と第２領域内のタッ
チ制御リード線の間の、又は第２発光層とタッチ電極層の間の追加的な層を含んでもよい
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。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２発光層と第２領域内のタッチ制御リード線
の間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、タッチディスプレイ基板は、第２発光層
とタッチ電極層の間の一つ又は複数の有機層を含む。選択的に、一つ又は複数の有機層は
、ホール輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層である。選択的に、一つ又は複数
の有機層は、ホール注入層又は電子注入層のようなキャリア注入層であってもよい。
【００９０】
　従って、選択的に、焼結ステップは、第２領域内のタッチ制御リード線と、第２発光層
と、タッチ電極層と、第２発光層と第２領域内のタッチ制御リード線の間の（一つ又は複
数の）追加的な層と、第２発光層とタッチ電極層の間の（一つ又は複数の）追加的な層と
を含む複層構造の一部を焼結するステップを含んでもよい。追加的な層の例として、ホー
ル輸送層又は電子輸送層のようなキャリア輸送層と、ホール注入層又は電子注入層のよう
なキャリア注入層とを含む。
【００９１】
　一部の実施例において、各ピクセルを形成するステップは、第２領域内にピクセル補償
回路を形成するステップを更に含む。選択的に、ステップは、第２領域内に複数のピクセ
ル補償回路を形成するステップを含む。
【００９２】
　一部の実施例において、第１領域は、第１色のサブピクセルと、第２色のサブピクセル
と、第３色のサブピクセルとを含む。各ピクセルを形成するステップは、第２領域内に、
同一のピクセルからの第１色のサブピクセル、隣接ピクセルからの第２色のサブピクセル
及び第３色のサブピクセルのうち一つに接続されるピクセル補償回路を複数形成するステ
ップを含む。方法は、各第２領域が同一のピクセルからの第１色のサブピクセルと、隣接
ピクセルからの第２色のサブピクセルと、それぞれ他の二つの隣接ピクセルからの二つの
第３色のサブピクセルとに囲まれるように、複数のピクセルからなるアレイを形成するス
テップを含む。
【００９３】
　一部の実施例において、単一の第２領域内に複数のピクセル補償回路を形成するステッ
プは、同一のピクセルからの第１色のサブピクセルに接続されるピクセル補償回路と、第
１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセルに接続されるピクセル補償回路と、それぞれ
第２隣接ピクセル及び第３隣接ピクセルからの二つの第３色のサブピクセルに接続される
二つのピクセル補償回路とをそれぞれ形成するステップを含む。
【００９４】
　一部の実施例において、単一の第２領域内に複数のピクセル補償回路を形成するステッ
プは、同一のピクセルからの第１色のサブピクセルに接続されるピクセル補償回路と、第
１隣接ピクセルからの第２色のサブピクセルに接続されるピクセル補償回路と、第２隣接
ピクセルからの第３色のサブピクセルに接続されるピクセル補償回路と、タッチサブピク
セル自体に接続されるピクセル補償回路とを形成するステップを含む。
【００９５】
　もう一つの側面において、本開示は、ここで記載されるタッチディスプレイ基板又はこ
こで記載される方法により製造されるタッチディスプレイ基板を有するタッチディスプレ
イ装置を提供する。一部の実施例において、タッチディスプレイ基板は、有機発光基板で
あり、タッチディスプレイ装置は、有機発光装置である。タッチディスプレイ装置の例と
して、電子ペーパー、携帯電話、タブレットＰＣ、ＴＶ、ノート型パソコン、デジタルア
ルバム、ＧＰＳ等を含むが、これらに限定されない。
【００９６】
　前述した本開示の実施例の説明は、ただ説明及び解釈の目的に提出されたものである。
これは、網羅的に列挙したり本開示を正確な形態又は例示的な実施例に限定させることを
意図するものではない。従って、前述した説明は、限定的ではなく、説明的なものとして
解釈されるべきである。明らかに、当業者達は様々な修正及び変更を行うことができるこ
とが理解できる。実施例を、本開示の原理及びその最適なモードの実際的適用を簡便に解
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釈するように選択及び記載することによって、当業者達が、本開示が特定用途に適用され
たり考慮される実際形態の様々な実施例及び様々な変形を理解できるようにする。本開示
の範囲は、添付される特許請求の範囲及びその均等な形態により限定されることを意図し
、別途に説明されない限り、すべての用語は一番広い合理的な意味を指す。従って、「開
示」、「本開示」等の用語は、必ずしも特許請求の範囲を具体的な実施例に限定させよう
とするものではなく、本開示の例示的な実施例に対する参照は、必ずしも本開示に対する
限定を意味するものではなく、且つこのような限定を推理できない。本開示は、添付され
る特許請求の範囲の精神及び範囲だけにより限定される。また、このような請求項は、名
詞又は素子の後に付く「第１」、「第２」等の用語の使用と関連される可能性がある。こ
のような用語は、命名法に従って理解されるべきであり、具体的な数量が提示されない限
り、このような命名法により修飾される素子の数量を限定するものとして解釈されてはい
けない。ここで記載される任意の優位点及び利点は、本開示の全部の実施例に適用されな
くても良い。下記の特許請求の範囲により限定される本開示の範囲を逸脱せず、当業者達
は、記載された実施例の変形形態を実施することができることが理解できる。更に、素子
及び部品が下記の請求項に明確に記載されているか否かを問わず、本開示における素子又
は構成部品は公衆に寄与されることは意図されない。
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図５】

【図６】

【図７Ａ】
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【図７Ｂ】
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